
MacuSpec VF-TH 300
通盲并镀金属化工艺

抑制 V 型针孔的多功能 
mSAP 和 HDI电镀
MacuSpec VF-TH 300 是全球用于高密度互连电镀的屡
获殊荣的 VF-TH 系列电镀工艺的最新产品。该电镀工艺
应用于 mSAP 和 SAP 流程的图形电镀铜，可以在单步骤
同时完成填盲孔、激光钻X型孔以及通孔电镀，沉积的铜
对最终蚀刻所导致的 V 型针孔具有高度抑制性。 
 
图形电镀铜的 V 型针孔是生产 HDI 板的可靠性问题，通
常在最终蚀刻后产生 ，常用后烘烤退火解决。MacuSpec 
VF-TH 300 的配方即针对此问题而开发，即使没有烘烤步
骤，其电镀铜层 V 型针孔形成也比传统电镀工艺更少，从
而获得更高的工艺良率。

•	 抑制V 型针孔镀层，消除质量和可靠性问题
•	 无需后烘烤退火步骤，縮短生产时间提高产能
•	 同时填盲孔和激光钻X型孔和通孔电镀
•	 优秀的图形电镀工艺，适合mSAP 流程和 SL-HDI 设计
•	 无须预浸槽
•	 添加剂系统完全可CVS 分析，使用实验室一般化验仪器

主要特性优点

C I R C U I T R Y  S O L U T I O N S



MacuSpec VF-TH 300
通盲并镀金属化工艺

创新的电镀工艺解决 V 型针孔

单步骤高泛用性的电镀工艺

C I R C U I T R Y  S O L U T I O N S

在增层过程中，形成线路的电镀铜表面要进行蚀刻以定义线路图形并去材料上的未镀铜箔层或种子层。但是用于 
mSAP 和其他一般应用的电镀铜层，其非均匀的表面晶格颗粒结构在快速蚀刻会有形成坑洞的倾向，表面显示出
深且窄的坑洞。蚀刻过程越长，坑则越深。这些坑洞是一个可靠性问题，通常电镀后用烘烤退火处理。MacuSpec 
VF-TH 300 是专门为了解决此问题而研发配制的电镀工艺，电镀后无需后烘烤即可进行蚀刻。这减少了处理时间，
提高了质量，并消除了 mSAP 流程良率不佳的主要可能原因之一。
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Thickness 6µm 8µm

Via size:
100 x 60 µm

填 X 型孔
无包孔

As Plated Etching 3 µm Etching 6 µm Etching 9 µm Etching 12 µm
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铜垫和线路之间共平面性高
高一致性的线路轮廓 填盲孔

6-8 Microns 电镀面铜厚


